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Egyérparas Ethernet PCB-aljzatok

Az egyérparas Ethernet egy olyan technolégia, amely az

adatok és a tapellatas tovabbitdsdhoz mindossze egyetlen

par vezetéket hasznal.

Eredményként az SPE lesz a kivant halézat terepszinten és

azon tul is.

Az egyérparas ETHERNET elényei:

* Konzisztens: Az egyérparas Ethernet segitségével
uniformizalhaté az Ethernet-alapi kommunikéacioé az
érzékeldktol a felhSig

¢ |d6tallo: kulecsfontossagu technoldgia az Industry 4.0 és
loT teriiletén

¢ Flexibilis: az akar 1000 m hatétavolsag és az akar 1
Gbps atviteli sebesség lehetévé teszi az alkalmazasok
kozotti hasznalatot

* Innovativ: konnyebb, kisebb helyigény és egyszerlbb
felszerelés

SPEIink® \n}gﬁ

Altalanos rendelési adatok

Verzid NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, SPE
(Single Pair Ethernet), Rapattinthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 1.80
mm, Pélusszam: 2, 90°, Forrasztétiiske hossza (l):

2.1 mm, Ni/Au, eziist, Tape

Rendelési szam 2726010000

Tipus IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL
GTIN (EAN) 4050118810769
Qty. 100 Stiick

Csomagolas Tape
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Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Mélység 14,2 mm Mélység (coll) 0,559 inch
Magassag 5,95 mm Magassag (coll) 0,234 inch
Szélesség 3,65 mm Szélesség (coll) 0,144 inch
Hossz 14,2 mm Hossz, inch 0,559 inch
Nett6 tomeg 3g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -40°C...85°C
Electrical properties
Névleges fesziiltség 72V Névleges aram 4 A
PoE / PoE+ PoDL, az IEEE 802.3bu / Szigetelés eréssége

cg szabvanynak megfelel6 =500 MQ
Atitési szilardsag, érintkez6 / arnyékolas 2250 V DC Atiitési szilardsag, érintkezé / érintkez6 1000 V DC
Standards
Csatlakozd, standard IEC63171-2
Anyagjellemzdk
Szigetel6anyag LCP Szin ezist
Szinskala (hasonlo) RAL 7001 Szigetelés eréssége =500 MQ
Moisture Level (MSL) 1 UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Erintkez6 alapanyaga CuMg Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezé feluilet Ni/Au Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 2.4 um Ni /2 0.25 pm Au

Dugaszolhato csatlakozas

Uzemi hémérséklet, min.

rétegszerkezete 2. 4umNi/20.25 ym Au -40 °C
Uzemi hémérséklet, max. 85 °C

Csomagolas

Csomagolas Tape VPE hosszlsag 329 mm
VPE szélesség 329 mm VPE magasséag 31T mm

A létrehozas datuma 2024. majus 9. 16:14:08 CEST

A katalégus éallapota 04.05.2024 / A miszaki modositasok jogat fenntartjuk.



>

IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL

Miszaki adatok

Rendszerspecifikacidk
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Csatlakozas tipusa

Forrasztott csatlakozas,

Dugasz érintkezd

Dugaszolasi ciklusok
750

Dugaszolasi eré/polus, max.

356N

Dugaszolasi eré/poélus, min. 9,1TN

Felszerelés NYAK-ra THT/THR-forrasztott Forrasztasi eljaras Reflow forrasztas, Kézi
csatlakozassal forrasztas, Hulldmforrasztas

Forrasztétiiske hossza (1) 2,1 mm Forrasztotiiske méretei Nyolcszogletl

Huazoéeré / polus, max. 6,7N Hazéeré / polus, min. 34N

Kategdria T1-B Kimend konyok 90°

LED Oldalsé kivezetés, jellemzdék Réapattinthaté peremes
Nem aljzat

Osztas, inch (P) 0,071" Osztas, mm (P) 1,8 mm

Po6lusszam Teljesitménykategoria T1-B 10/100 MBit/s,
2 1000 Mbit/s

Termékcsalad Ipari Ethernet Tolerance of solder pin position +0.1T mm

Védelmi osztaly IP20 Arnyékolas Igen

Arnyékolas felilete 6nozott Arnyékol6 anyag CuSn

Atviteli sebesség 10/100 MBit/s, 1000
Mbit/s

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637

ECLASS 9.0 27-44-04-02 ECLASS 9,1 27-44-04-02

ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01

ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01

Tanusitvanyok

Joévahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E316369

Letoltések

Engineering Data

CAD data — STEP

Product Change Notification

20221209 Anderung von SPE Typbezeichnung

20221209 Change of SPE type description

Technical Documentation
Katalégusok

IE-PCB-SPO-P-90V-THR_CD_20230606.pdf

Catalogues in PDF-format
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Wave Solder Profile
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.
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